
焊锡丝焊接时遇到的问题:

 吃锡不良
其现象为线路的表面有部分未沾到锡。
1. 表面附有油脂、杂质等，可用溶剂洗净。 

2. 基板制造过程时的打磨粒子遗留在线路表面。 

3. 硅油(一般脱模剂及润滑油中含有)不易被完全清洗干净，焊锡炉中所用氧化防止剂油不允许有。 

4. 贮存时间、环境或制程不当，基板或零件的锡面氧化及铜面晦暗，重焊一次将有助于吃锡效果。 

5. 助焊剂使用条件调整不当，如发泡所需的空气压力及高度、比重不对等。 

6. 焊锡时间或温度不够，一般焊锡的操作温度较其熔点温度高55~80C。 

7. 不适合之零件端子材料，检查零件，使得端子清洁，浸沾良好。 

8. 预热温度不够，可调整预热温度，使基板零件侧表面温度达到要求之温度约99~110C。 

9. 焊锡中杂质成分太多，不符合要求，按时检测，若超标及时更换。 

 

1                  退锡
 

多发生于镀锡铅基板，与吃锡不良的情形相似，在欲焊接的线路表面与锡波脱离时，大部分已沾附在其上的焊锡又被拉回到锡炉中，情况较吃锡不良严重，重焊一次不一定能改善。原因是基板制造工厂在镀锡铅前未将表面清洗干净，此时可将不良基板送回工厂重新处理。
 

3     冷焊或焊点不光滑
 

是焊点不无均匀的一种，发生于基板脱离锡波正在凝固时，零件受外力影响移动而形成的焊点。
保持基板在焊锡过后传送动作平稳，使基板得到足够的冷却后再移动，解决的办法为再过一次锡波。
至于冷焊，锡温太高或太低都有可能造成此情形。
 

 

4     焊点裂痕
 

造成的原因为基板贯穿孔及焊点中零件脚等热膨胀收缩系统方面配合不当(线路及零件设计时，材料及尺寸在热方面的配合)。
另外，基板装配品的碰撞、重叠，用切断机剪切线脚等均可产生。对策是采用自动插件机或事先剪脚或购买不必再剪脚的尺寸的零件，我们公司采用的大部分先剪脚，成形的方法。
 

5     锡量过多
                                                                     

过大的焊点对电流的流通并无帮助，但对焊点的强度则有不良影响，形成的原因为：
1. 基板与焊锡的接触角度不当，改变角度(1~7)，可使溶锡脱离线路滴下时有较大的拉力，而得到较薄的焊点。 

2. 焊锡温度过低或焊锡时间太短，使熔锡在线路表面上未及完全滴下便已冷凝。 

3. 预热温度不够，使助焊剂未完全发挥清洁线路表面的作用。 

4. 调高助焊剂的比重，但亦须留意，比重太高。 

 

6     锡尖
 

           再次焊锡可以将此尖消除，有时其与吃锡不良及不吃锡同时发生。
1. 基板的可焊性关，此项推断可从线路接点边缘吹锡不良及不吃锡来确认。 

2. 基板上未插零件的大孔。 

3. 在手焊锡方面，烙铁头温度不够，或是温度够，但烙铁头上的焊锡太多。 

4. 金属不纯物含量高，需加纯锡或更换焊锡。 

 

7     焊锡沾附于基板基材上
 

1. 助焊剂配方不相容的化学品残留在基板上，在焊锡时，这些材料因高温度软发粘，而沾住一些焊锡，可用强的溶剂如酮等清洗基板。 

2. 基板制造工厂在基层板烘干过程处理不当，在基板装配前先放入烤箱中以80~100C 烘烤2~3小时。 

3. 焊锡中的杂质及氧化物与基板接触，此为设备维护之问题。 

8                  白色残留物
 

1. 基材本身已有残留物，吸收了助焊剂，再经焊锡及清洗，形成白色残留物。 

2. 基层板的烘干不沼，一般可用溶剂清洗干净。 

3. 铜面氧化防止剂之配方不相容，如为松香残留物，在清洗过程加一囟化剂即可。 

4. 基板制造时各项制程控制不当，使基板变质。 

5. 使用过旧的助焊剂，吸收了空气中水份，而在焊锡过程后形成白色残留的水渍。 

6. 基板在使用松香助焊剂时，焊锡过后时间停留太久才清洗，以致不易洗净。 

7. 清洗基板的溶剂中水分含量过多，吸收了溶剂中的IPA的成份局部积存，而降低清洗能力，解决方法为适当的去除溶剂中水份。 

 

9     深色残留物及浸蚀痕迹
 

在基板的线路及焊点表面，双层板的上、下两面都有可能发生，通常是因为助焊剂的使用及清除不当。
1. 使用松香助焊剂时，焊锡后未在短时间内清洗。 

2. 酸性助焊剂的遗留亦将造成焊点发暗及有腐蚀痕迹，解决方法为焊锡后立即清洗或在清洗过程加入中和剂。 

3. 焊锡温度过高而致焦黑的助焊剂残留物，解决方法使用助焊剂制造厂所建议的焊锡温度。 

4. 焊锡杂质含量不符要求，需加纯锡或更换焊锡。 

 

10     针孔及气孔
1. 在基板或零件的线脚上沾有有机污染物，此类污染材料来自自动插件机，零件成型机及贮存不良等因素，用普通的熔剂去掉。 

2. 基板含有电镀溶液和类似村料所产生之水气，装配前将基板在烤箱中烘烤。 

3. 基板储存太多或包装不当，吸收附近环境的水气。 

4. 助焊剂槽中含有水份，需定期更换助焊剂。 

5. 发泡及空气刀因压缩空气中含有过多的水份，需加装滤水器，并定期排气。 

6. 预热温度过低，无法蒸发水气或溶剂。 

7. 锡温过高，遇有水份或溶剂，立即爆裂。 

 

 
 
11               短路
 

1. 焊垫(PAD)设计不当，可由圆形焊垫改为椭圆形，加大点与点之间的距离。 

2. 零件方向设计不当，如SOIC的脚如与锡波平行，便易短路，修改零件方向，使其与锡波垂直 

3. 自动插件弯脚所致，由于IPC规定线脚的长度在2mm以下(无短路危险时)及担心弯脚解度太大时零件会掉，故易因此而造成短路，需将焊点离开线路2mm以上。 

4. 基板孔太大，锡由孔中穿透至基板的上侧而造成短路，故需缩小孔径至不影响零件装插的程度。 

5. 自动插件时，余留的零件脚太长，需限制在2mm以下。 

6. 锡炉温度太低，锡无法迅速滴回锡槽。 

7. 输送带速度太慢，锡无法快速滴回。 

8. 板面的可焊性不佳，将板面清洁。 

9. 基板中玻璃材料溢出，在焊接前检查板面是否有玻璃物突出。 

10. 阻焊膜失效，检查适当的阻焊膜型式和使用方式。 

11. 板面污染，将板面清洁。 

 

12     暗色及粒状的接点
 

1. 焊锡被污染及溶锡中混入的氧化物过多，形成焊点结构太脆，须注意勿与含锡成分低的焊锡造成的暗色混淆。 

2. 焊锡本身成分产生变化，杂质含量过多，需加纯锡或更换焊锡。 

 

13     斑痕和焊点呈金黄色
 

玻璃纤维基层起物理变化，如层与层之间发生分离现象，但这种情形并非焊点不良。原因是基板受热过高，需降低预热及焊锡温度或增加基板进行速度。
 

14     焊接粗糙
 

1. 不当的时间一温度关系，可在输送带速度上改正焊点预热温度以建立适当的关系。 

2. 焊锡成分不正确，检查焊锡之成分，以决定焊锡之型成和对某合金的适当焊接温度。 

3. 焊锡冷却前因机械上之震动而造成，检查输送带，确保基板在焊接时与凝固时不致碰撞或摇动。 

4. 焊锡被污染。 

 

15     焊接成块与焊接物突出
 

1. 输送带速度太快，调慢输送带速度。 

2. 焊接温度太低，调高锡炉温度。 

3. 二次焊接波形偏低，重新调整二次焊接波形。 

4. 波形不当或波形和板面角度不当及出端波形不当，可重新调整波形及输送带解度。 

5. 板面污染及可焊性不佳，须将板面清洁之及改善其可焊性。 

 

16     基板零件面过多的焊锡
 

1. 锡炉太高或液面太高，以致溢过基板，调低锡波或锡炉。 

2. 基板夹具不适当，致锡面超过基板表面，重新设计或修改基板夹具。 

3. 导线线径与基板焊孔不合，重新设计基板焊孔尺寸，必要时更换零件。 

 
17     基板变形
 

1. 夹具不适当，致使基板变形，重新设计夹具。 

2. 预热温度太高。 

3. 锡温太高。 

4. 输送带速度太慢，致使基板表面温度太高。 

5. 基板各零件排列后之重量分布不平均，乃设计不妥，重新设计板面，消除热气集中于某一区域，以及重量集中于中心。 

6. 基板储存时或制程中发生堆积叠压而造成变形。 

这是一家专业开发、生产、销售锡制品及相关化工产品之生产厂家。锡制品及化工产品采用国内外标准原料，引进最先进全自动设备及一流的品质检验设备，先进的工艺配合经验丰富的工程师、化验师，使产品从研制、原材料采购生产制作等一系列过程都处在严密的控制之下，保证了产品的质量。无铅免清洗助焊剂系列产品严格按照日本工业标准（JIS-Z-3283）和美国联邦标准（DTD-599A、BS-5625）的规范要求进行操作，适合各种不同类型厂家生产的需要。

